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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine BHderzeugungsvorrich- 
tung nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. Insbeson- 
dere betrifft die vorliegende Erfindung eine Bilderzeu- 
gungsvorrichtung fur Endoskope, welche eine Bildauf- 
nahmevorrichtung auf Halble iter basis in einem Kame- 
fakopf aufweist 

Eine besondere Ausgestaltung eines Endoskops, & h. 
ein sogenanntes elektronisches Scope ist als herkommli- 
che Bilderzeugungsvorrichtung bekannt Bei diesem En- 
doskop wird eine Bildaufnahmevorrichtung auf Halblei- 
terbasis (SID— Solid-State Imaging Device) am distalen 
Endabschnitt eines Einfuhrabschnittes angeordnet und 
ein optisches Bild, das von der lichtempfindlichen Ober- 
fjache der SID empfangen wird, kann uber sine Kame- 
fasteucreinheit beobachtet werden. 

Ein Endoskop mit einem Kamerakopf, der eine SID 
verwendet, ist in der JP-PS 60-2 08 726 beschrieben. Bei 
(einem Endoskop dieses Typs ist ein S/D-Chip senkrecht 
^ur Langsachse eines Einfuhrabschnittes des Endosko- 
pes angeordnet und an der rtlckwartigen Oberflache des 
?5/Z>sind nach auQen fuhrende Anschliisse wahllos ange- 
ordnet Alle diese nach auBen fuhrenden Anschliisse 
sind mit Leiterplatten verbunden, auf denen elektrische 
iKomponenten angeordnet sind. Leitungsgruppen eines 
iLeistungskabels, welche eine Kamerasteuereinheit und 
den Kamerakopf verbinden sind mit alien Leiterplatten, 
die die elektronischen Komponenten tragen verbunden 
»nd sind weiterhin mit den nach auBen fuhrenden An- 
•schlussen der SID verbunden. 

Bei elektrischen Signalverarbeitungseinheit des Ka- 
imerakopfes. an der die nach auBen fuhrenden Anschlus- 
;se wahllos angeordnet sind und bei der alle Anschlusse 
wie im Falle einer herkommlichen SID mit Peripherie- 
sehaltkreisen verbunden sind, gibt es keine Probleme, 
solange die Anzahl der ein- und ausgehenden Signale 
gering ist und nur wenige abgeschirmte Leitungen, 2. B. 
bei einer Schwarz-WeiB-S/£> angeschlossen sind. Wenn 
jedoch mehrere -zig abgeschirmte Leitungen ange- 
schlossen werden miissen, wird ein beachtlich groBer 
Raum zum AnschluB der SID und der Leiterplatten und 
zur Verbindung der Leiterplatten und der abgeschirm- 
ten Leitungen untereinander ben6tigt und die GroBe 
der peripheren Schaltkreisaufbauten wird unerwunscht 
hoch. Hieraus ergibt sich, daB der gesamte elektrische 
Signalverarbeitungsabschnitt selbst unhandlich wird 
und einen kompakten Kamerakopf verhindert. Weiter- 
hin bewirkt dies im Fall des Endoskopes, daB der Au- 
Bendurchmesser des Einfuhrabschnittes unerwunscht 
groBwird. 

Aus der DE-OS 34 10 401 ist eine gattungsgemaBe 
Bilderzeugungsvorrichtung in Form eines elektro-opti- 
schen Bildabtasters bekannt, bei dem eine Bilderzeu- 
gungsvorrichtung auf Halbleiterbasis am distalen Ende 
des Einfuhrabschnittes eines Endoskopes senkrecht zu 
dessen Langserstreckung angeordnet isX. Wie im Falle 
der JP-PS 60-2 08 726 ist das Bildaufnahmelement auf 
Halbleiterbasis an seiner ruckwartigen Oberflache mit 
einer Mehrzahl narh auBen fuhrenden Anschlussen ver- 
sehen, welche unter Zwischenschaltung einer Leiter- 
platte, welche parallel zur Bildaufnahmevorrichtung an- 
geordnet, d. h. senkrecht zur Langsachse des Einfuhrab- 
schnittes verlaufend angeordnet ist mit einer Mehrzahl 
von aus dem EinfCihrabschnitt herausfiihrenden Kabeln 
zu verbinden sind. 

Somit ergibt sich auch im Falle der DE-OS 34 10 401 
das Problem, daB im Falle des Anwachsens der Anzahl 
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der aus dem Bildaufnahmeelement herausfuhrenden 
Anschlusse auch die senkrecht zur Langserstreckung 
des Einfuhrabschnittes angeordnete Leiterpiatte ver- 
groBert werden muB, urn die sich erhShende Anzahl von 
5 Anschlussen aufnehmen zu konnen, so daB auch hier ein 
kompakter Kamerakopf verhindert wird und der Au- 
Bendurchmesser deb Einfuhrabschnittes in einer nach- 
teiligen Art und Weise vergroflen wird. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ei- 

10 ne Bilderzeugungsvorrichtung nach dem Oberbegriff 
des Anspruches 1 derart auszubilden, daB auch im Falle 
einer vergleichsweisen hohen Anzahl von aus dem Bild- 
aufnahmeelement herausfiihrenden Anschlussen die 
Kompaktheit der Bilderzeugungsvorrichtung erhalten 

15 bleibt und somit ein kompakter Kamerakopf moglich 
ist. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemaB 
durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale. 

Vorteile und zweckmaBige Weiterbildungen der Auf- 
20 gabenlosung ergeben die Merkmale der Unteransprii- 
che. 

Weitere Einzelheiten, Aspekte und Vorteile der vor- 
liegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen- 
den Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeich- 
25 nung. 

Es zeigt 

Fig. 1 in Langsschnittdarstellung ein Endoskop mit 
einer Bilderzeugungsvorrichtung gemaB einer ersten 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung; 
30 Fig. 2 und 3 Langsschnittdarstellungen eines Kamera- 
kopfabschnittes der Bilderzeugungsvorrichtung gemaB 
Fig. 1: 

Fig. 4 eine Schnittdarstellung en dang der Linie A -A 
in Fig. 3; 

35 Fig. 5 bis 7 eine Vorderansicht, einen Langsschnitt 
und cine Ruckansicht einer Bilderzeugungsvorrichtung 
auf Halbleiterbasis gemaB der ersten Ausfuhrungsform; 

Fig. 8 und 9 Langsschnitte einer ersten Abwandlung 
des Kamerakopfabschnittes in der Bilderzeugungsvor- 
40 richtung gemaB der ersten Ausfuhrungsform; 

Fig. 10 in Langsschnittdarstellung eine zweite Ab- 
wandlung des Kamerakopfabschnittes der Bilderzeu- 
gungsvorrichtung gemaB der ersten Ausfuhrungsform; 
Fig. 1 1 in Langsschnittdarstellung eine dritte Ab- 
45 wandlung des Kamerakopfabschnittes der Bilderzeu- 
gungsvorrichtung gemaB der ersten Ausfuhrungsform; 

Fig. 12 in Schnittdarstellung schemattech eine Bilder- 
zeugungsvorrichtung gemaB einer zweiten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung; 
50 Fig. 13 eine Langsschnittdarstellung eines Kamera- 
kopfabschnittes der Bilderzeugungsvorrichtung gemaB 
der zweiten Ausfuhrungsform; 

Fig. 14 schematisch die Verdrahtung in dem Kamera- 
kopf; 

55 Fig. 15 bis 17 eine Draufsicht, eine Seitenansicht und 
eine Ruckansicht einer Leiterpiatte; 

Fig. 18 bis 20 eine Vorderansicht, eine Langsschnitt- 
darstellung und eine Ruckansicht einer ersten Abwand- 
lungsform der Bilderzeugungsvorrichtung auf Halblei- 

fin terbasis: 

Fig. 21 schematisch die Bilderzeugungsvorrichtung 
auf Halbleiterbasis und einen elektrischen Schaltkreis 
gemaB den Fig. 18 bis 20; 

Fig. 22 bis 24 eine Vorderansicht, eine Schnittdarstel- 
65 lung und eine Ruckansicht einer zweiten Abwandlung 
der Bilderzeugungsvorrichtung auf Halbleiterbasis; 

Fig. 25 eine Langsschnittdarstellung eines Kamera- 
kopfes fur die Bilderzeugungsvorrichtung auf Halblei- 
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terbasis gemaB den Fig. 22 bis 24; 

Fig. 26 eine Langsschnittdarstellung einer weiteren 
Abwandlung des Kamerakopfabschnittes der Bilder- 
zeugungsvorrichtung gemaB der zweiten Ausfuhrungs- 
form; 5 

Fig. 27 und 28 eine Schnittdarstellun- und eine Ruk- 
kenansicht der Bilderzeugungsvorrichtung auf Halblei- 
terbasis gemaB Fig. 26; 

Fig. 29 eine Langsschnittdarstellung einer Bilderzeu- 
gungsvorrichtung gemaB eine dritten Ausfuhrungsform to 
der vorliegenden Erfindung; und 

Fig. 30 schematisch die Bilderzeugungsvorrichtung 
auf Halbleiterbasis und den elektrischen Schaltkreis ge- 
maB einer weiteren Abwandlung. 

GemaB Fig. 1 weist der Einfuhrabschnitt des Endo- 15 
skopes einen Eiegeabschnitt 2 auf. Eine Mehrzahl von 
rohrformigen Segmenten 4, die miteinander drehbe- 
weglicb verbunden sind, ist in dem Biegeabschnitt 2 an- 
geordnet Die auBere Oberflache eines jeden Sejrmentes 
4 ist von einem Gewebe 6 und einer Gummischicht 8 20 
fabgedeckt Ein distales Endteil 10 aus Metal! ist mit dem 
rohrformigen Segment 4 iiber ein Isolierteil 12 verbun- 
den, das am distalen Endabschnitt angeordnet ist- Der 
freiliegende Bereich des distalen Endteiles 10 ist mit 
einer isolierenden Abdeckung 14 und der Schicht 8 25 
uberzogen. Das distale Endteil 10 und die Schicht 8 sind 
mit einer Kleberschicht 16 miteinander verbunden. 

An dem distalen Endteil 10 und der isolierenden Ab- 
deckung 14 am distalen Ende des Einfuhrungsabschnit- 
tes ist eine Mehrzahl von Befestigungsbohrungen aus- 30 
gebildet. Ein optisches Objektivsystem 18 und ein opti- 
sches Beleuchtungssystem 20 sind in den Befestigungs- 
bohrungen angeordnet. Ein Instrumentierkanal 22, der 
von einem rohrformigen Isolierteil 23 gebildet wird, das 
in einer Befestigungsbohrung am distalen Endteil 10 35 
ausgebildet ist stent mit einer Kanalleitung 24 in Verbin- 
dung, die mit der ruckwartigen Offnung des Isolierteils 
23 in Verbindung stent, wobei sich eine Instrumentierk- 
analleitung 26 vom ruckwartigen Ende der Leitung 24 
aus innerhalb des Einfuhrabschnittes erstreckt Das op- 40 
tische Beleuchtungssystem 20 weist eine Mehrzahl von 
optischen Linsen 20>4 auf. die optisch mit der distalen 
Stirnflache einer Lichtleitfaser 28 verbunden sind, die 
sich ebenfalls durch den Einfuhrabschnitt erstreckt Eine 
Bildaufnahmevorrichtung auf Halbleiterbasis (SID) 30, 45 
welche einen Kamerakopfabschnitt 29 der Bilderzeu- 
gungsvorrichtung bildet, ist vorgesehen und ein elektri- 
scher Signalverarbetf ungsabschnitt 32 steht mit der SID 
30 in Verbindung. wobei der Abschnitt 32 und die SID 
30 hinter dem optischen Objektivsystem 18 angeordnet 50 
rind, welches eine Mehrzahl von Objektivlinsen iSA 
aufweisL Somit kann Gewebe in einer Korperhohle un- 
ter der Verwendung der SID 30 beobachtet werden und 
erkranktes Gewebe kann gleichzeitig mittels chirurgi- 
schen Instrumenten behandelt werden, die in den Kanal 55 
22 eingefuhrt werden. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 5 bis 7 wird nun im 
folgenden die SID 30 beschrieben. GemaB Fig. 6 sind 
ein SID-Chip 36, ein Farbfilter 37 und ein Deckglas 38 
ubereinander auf einer Basis 34 geschichtet welche aus 60 
einem keramischen Mehrschicht-Substrat besteht und 
werden mitlels eines Versiegelungsteils 42 zusammen- 
gehalten. Genauer gesagt, der S/D-Chip 36 weist eine 
Bildflache 39, eine optische Schwarzflache 40 und ein 
horizontales Schieberegister 4 1 auf und ist auf die Ober- 65 
flache der Basis 34 di-aufgebondet. Chipelektroden 44 
des 5/D-Chips 36 und Kontaktflachen 46 zum Bonden, 
welche Durchgangsbohrungen aufweisen und auf der 


Basis 34 ausgebildet sind, sind mittels Bondierungs- 
Drahten 48 miteinander verbunden. Die Kontaktflachen 
46 sind mit ersten und zweiten externen AnschluBgrup- 
pen 50A und SOB auf der ruckwartigen Oberflache der 
Basis 34 verbunden. Das Farbfilter 37 und das Deckglas 
38 sind auf der oberen Oberflache des 5/D-Chips 36 
aufeinanderfolgend aufgestapelt, wonach diese Einzel- 
komponenten durch das Versiegelungsteil 42 einge- 
schlossen und gehalten werden. 

Die 5/£>30 mit dem geschilderten Aufbau wird senk- 
recht zur Achse des Einfuhrabschnittes des Endoskopes, 
d. h. senkrecht zur optischen Achse des optischen Ob- 
jektivsystemes 18 in einer Ausnehmung iOA angeord- 
net, welche in dem ruckwartigen Endabschnitt des dista- 
len Endteiles 10 ausgebildet ist. Die SID 30 wird mittels 
einer Kleberschicht 52 gehalten, so daB ihre lichtemp- 
findliche Oberflache dem optischen Objektivsystem 18 
gegeniiberliegt 

Der elektrische Signalverarbeitungsabschnitt 32 
weist eine erste Leiterplatte 54, auf deren oberen und 
unteren Oberflache elektrische und elektronische Bau- 
teile angeordnet sind und eine zweite Leiterplatte 56 
auf, auf der lediglich ein Leitungsbahnmuster ausgebil- 
det ist Genauer gesagt, ein integrierter Schaltkreis 58 
ist auf der oberen Oberflache der ersten Leiterplatte 54 
angeordnet und Kondensatcren 60 sind auf deren unte- 
rer Oberflache angeordnet Hierbei wird fur den inte- 
grierten Schaltkreis 58 ein Kompaktgehause verwendet, 
wie in Fig. 2 dargestellt Genauer gesagt, ein bloBer 
Chip 59 ist direkt mit der ersten Leiterplatte 54 verbun- 
den. Der bloBe Chip 59 und die Leiterplatte 54 sind 
mittels Bondierungsdrahten 62 miteinander in Verbin- 
dung. Ein Teilbereich urn den Chip 59 herum ist mittels 
eines IC-Versiegelungsbauteiles 64 verkapselt 

Eine groBere Anzahl von L-formigen AnschluBbeinen 
66 ist an der oberen Oberflache eines Kantenbereiches 
der ersten Leiterplatte 54 befestigt und eine groBere 
Anzahl von Ausnehmungen 68a ist an der unteren Ober- 
flache des anderen Kantenbereiches der Leiterplatte 54 
ausgebildet In jeder der Ausnehmungen ist eine Kon- 
taktflache 68 fur abgeschirmte Leitungen vorgesehen. 
Der Chip 59 und die Kondensatoren 60 sind mit einigen 
der AnschluBbeine 66 und einigen der Kontaktflachen 
68 verbunden. 

An einem Kantenbereich der zweiten Leiterplatte 56 
ist eine groBere Anzahl von L-formigen AnschluBbei- 
nen 70 vorgesehen und rohrchenformige Anschliisse 72, 
in welche Leitungen eingefuhrt werden, sind an dem 
anderen Kantenbereich der zweiten Leiterplatte vorge- 
sehen. Auf der gesamten Oberflache der Leiterplatte 56 
ist ein Leitungsmuster ausgebildet und mit den An- 
schluBbeinen 70 und den Anschlussen 72 verbunden. Ein 
freier Endbereich eines jeden Anschlusses 72 ist schrag 
abgeschnitten, so daB ein Leitungsdraht leicht einge- 
fuhrt werden kann. 

GemaB Fig. 3 sind die ersten und zweiten Leiterplat- 
ten 54 und 56 weniger breit als die 5/D30. Die erste und 
zweite Leiterplatte 54 und 56 erstrecken sich vertikal 
verschoben und parallel zueinander. Die AnschluBbeine 
66 und 70 der Leiterplatten 54 und 56 sind an Kontakt- 
flachen 50 angelotet Die Leiterplatten 54 und 56 er- 
strecken sich in Langsrichtung des Einfuhrabschnittes. 

Ein Leistungskabel 73 zur Zufuhr elektrischer Lei- 
stung oder Energie, das in den Einfuhrabschnitt einge- 
fuhrt ist, wird in ein erstes Bundel 74 aus abgeschirmten 
Leitungen und ein zweites Bundel 76 aus abgeschirmten 
Leitungen aufgeteilt. Jede abgeschirmte Leitung wird 
mit der *5ntsprechenden Kcntaktflache 68 oder dem An- 
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schluB 72 mittels Loten verbunden. Wenn beispielsweise 
12 abgeschirmte Leitungen mit den Leiterplatten ver- 
bunden werden sollen, werden die abgeschirmten Lei- 
tungen in die beiden BOndel 74 und 76 aufgeteilt und die 
Bundel 74 und 76 werden in Durchgangsbohrungen ei- 5 
nes Halters 78 eingesetzt Dann werden die abgeschirm- 
ten Innenleiter 80 und 81 von den sie umgebenden Ab- 
schirmleitungen befreit. Danach wird eine Seele SO A des 
Innenleiters 80 des ersten Bundels 74 mit der Kontakt- 
flache 68 verlotet und eine Seele B1A des Innenleiters 81 10 
des zweiten Bundels 76 wird in den zugehorigen rohr- 
chenformigen AnschluB 72 eingefiihrt und mit diesem 
verlotet Die AuBenleiter 82 der Bundel 74 und 76 wer- 
den mit dem Halter 78 mittels einer Lotschicht 84 ver- 
bunden. Der Halter 78 ist innerhalb des proximal en 15 
Endbereiches einer metallischen Schirmabdeckung 86, 
welche die Leiterplatten 54 und 56 umgibt mittels einer 
KJebeschicht 78,4 befestigt Der Halter 78 ist in elektri- 
scher Verbindung mit der Schirmabdeckung 86. Ein di- 
staler Endbereich der Schirmabdeckung 86 ist elektrisch 20 
mit einem distalen Endteil 10 verbunden. Somit kann der 
gesamte elektrische Signalverarbeitungsabschnitt 32 
abgeschirmt werden. Die ersten und zweiten Bundel 74 
und 76 sind mit dem Halter 78 mittels eines KJebers 88 
verbunden, so daB die Kontaktbereiche verstarkt sind. 25 

Wie beschrieben sind bei dem Endoskop mit der Bild- 
erzeugungsvorrichtung gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung die Leiterplatten 54 und 56 entlang der axialen 
Richtung des Einfuhrabschnittes angeordnet Wenn sich 
somit die Anzahl rier abgeschirmten Leitungen oder 30 
elektrischen Komponenten erhoht, brauchen die Leiter- 
platten 54 und 56 nur in axialer Richtung des Einfuhrab- 
schnittes vergroBert werden. Somit wird der Verarbei- 
tungsabschnitt 32 nicht groBer als die Radialerstreckung 
der SID 30. Aus diesem Grand wird das Layout der 35 
anderen Komponenten, wie z. B. der Lichtleiter 28, der 
Instrumentierkanalleitung 26 und dergleichen nicht 
durch die Leiterplatten gestort, die mit der SID verbun- 
den sind und somit kann ein Einfuhrabschnit mit einem 
dunhen distalen Endbereich erhalten werden. Da Lot- 40 
stellen auf bestimmte Bereiche an den Leiterplatten 54 
und 56 konzentriert sind, wird der Verdrahtungsvor- 
gang erleichtert. 

Die Bilderzeugungsvoirichiung gemaB der ersten 
Ausfuhrungsf orm der vorliegenden Erfindung weist die 45 
folgenden Vorteile auf: da die AnschluBbeine 66 und 70 
an den Kantenbereichen der Leiterplatten 54 und 56 
angeordnet sind, ist die Herstellung dieser Teile im Ve- 
gleich zu dem Fall, in dem die AnschluBbeine 66 und 70 
an der ruckwartigen Oberflache der SID 30 angeordnet 50 
sind erleichtert Da die metallische Schirmabdeckung 
86 als Stutzteil fur das elektrische Leistungskabel 73 
verwendet wird, kann das Leistungskabel 73 zuverlassig 
gehalten werden. Da die Innenleiter 80 lediglich durch 
Einfuhren in die rohrchenformigen Anschlusse 72 ange- 55 
schlossen werden konnen, ist die Verdrahtung mit den 
abgeschirmten Leitungen erleichtert Da weiterhin die 
abgeschirmten Leitungen in zwei Bundel aufgeteilt wer- 
den, ist die Kabeifuhrung innerhalb des Einfuhrab- 
schnittes des Endoskopes wesentlich erleichtert Somit 60 
kann auch der Durchmesser des Einfuhrabschnittes ver- 
ringert werden und die Widerstandsfahigkeit der Kabel, 
wenn der Biegeabschnitt wiederholt gebogen wird, 
kann verbessert werden. Da die elektrischen Teile auf 
der Leiterplatte 54 in Form eines bloBen Chips angeord- 65 
net sind, kann die Leiterplatte kompakt gehalten wer- 
den, so daB wiederum der gesamte elektrische Signal- 
verarbeitungsabschnitt 32 kompakt gehalten werden 
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kann. Der Signalverarbeitungsabschnitt 32 kann durch 
das distale Endteil 10, die Schirmabdeckung 8, den Hal- 
ter 78 und die AuBenleiter 82 vollstandig abgeschirmt 
werden und ist somit ausreichend gegen Storrauschen 
gesichert Da die Abschirmteile von auBenliegenden 
Meallteilen am distalen Endbereich, wie z. B. rohrformi- 
gen Seginenten 4, dem Gewebe 6, der Kanalleitung 26 
und dergleichen isoliert sind, ist auch eine ausreichende 
elektrische Sicherheit sichergestellt 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 8 und 9 wird im fol- 
genden eine erste Abwandlung des Kamerakopfab- 
schnittes beschrieben. Bei dieser Abwandlung ist die 
Verbindungsstruktur und die Abschirmstruktur der Lei- 
terplatten 54 und 56 von der der ersten Ausfuhrungs-. 
form unterschiedlich. Genauer gesagt, eine Mehrzah! 
von Leiterstiften 92 erstreckt sich in zwei horizontalen 
Reihen von der ruckwartigen Oberflache der SID 30 
und sind vertikal zueinander im Abstand. Die ersten und 
zweiten Leiterplatten 54 und 56 weisen je Kontaktfla- 
chen 94 an ihren beiden Endkanten auf und sind mitein- 
ander einstuckig durch ein Verbindungsteil 96 verbun- 
den. Ein Endbereich der Leiterplatten ist zwischen die 
oberen und unteren Leiterstifte 92 eingesetzt und mit 
dies en durch Loten verbunden. 

Da die Leiterstifte 92 an der SID 30 angeordnet sind, 
konnen die Leiterplatten 54 und 56 problemlos beziig- 
Iich der SID 30 ausgerichtet werden. Da die Leiterplat- 
ten 54 und 56 einstuckig miteinander verbunden sind, 
konnen sie leicht mit der SID 30 verbunden werden, so 
daB der Aufbau vereinfacht wird. 

Vom ruckwartigen Endbereich des distaien fcndteiies 
10 springt ein Vorsprung 102 vor. Ein L-formiges Stutz- 
teil 98 mit einem Halteteil fur abgeschirmte Leitungen 
ist an dem Vorsprung 102 angeordnet Das Stutzteil 98 
ist aus Metall gefertigt und steht elektrisch mit dem 
Endteil 10 in Verbindung. Die obere und die beiden 
Seitenoberflachen des Stutzteils 98 sind mit einem leit- 
fahigen Film 100 uberzogen und ein isolierendes Full- 
material 104 zum Stutzen des leitfahigen Films 100 ist 
innerhalb des Films 100 vorgesehent 

Da somit in dieser ersten Abwandlung der gesamte 
Verarbeitungsabschnitt 32 nicht von einem harten Bau- 
teil wie in der ersten Ausfuhrurigsform abgeschirmt ist, 
kann der zur Abschirmung notige Raum verringert wer- 
den. Dies hat zur Folge, daB der Verarbeitungsabschnitt 
32 entsprechend kompakt ausgestaltet werden kann. 

Die Fig. 10 und 11 zeigen eine weitere Abwandlung 
des Kamerakopfabschnittes. Bei dieser Abwandlung ist 
der elektrische Signalverarbeitungsabschnitt des Kame- 
rakopfabschnittes gemaB der ersten Aus fuh rungs form 
der vorliegenden Erfindung bei einem Seitensicht- En- 
doskop verwendet Wie aus Fig. 10 hervorgeht, ist die 
SID 30 im vorderen Bereich des distalen Endteiles 10 
angeordnet Die lichtempfindliche Oberflache der SID 
30 ist derart angeordnet, daB sie der Stirnflache der 
optischen Objektivsystems 18 gegenuberliegt Die erste 
Leiterplatte 54 zur Aufnahme von elektrischen Bautei- 
len und die zweite Leiterplatte 56, die nur ein Leitungs- 
muster tragi, sind zueinander parallel entlang der Axia- 
lerstreckung des Einfuhrabschnittes des Endoskopes an- 
geordnet 

Wie aus Fig. 11 hervorgeht, konnen in dem Seiten- 
sicht- Endoskop die SID 30 und der Verarbeitungsab- 
schnitt 32 hinter dem opuschen Objektivsystem 18 an- 
geordnet sein. 

Eine zweite Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung wird nun unter Bezugnahme auf die Fig. 12 bis 17 
erlautert 


PS 37 

7 

GemaB Fig. 12 weist der elektrische Signalverarbei- 
tungsabschnitt 32 in dem Kamerakopf 29 bei der zwei- 
ten Ausfuhrungsform nur die erste Leiterplatte 54 auf, 
auf der die elektrischen Bauteile angeordnet sind. Auf 
der oberen Oberflache der Leiterplatte 54 sind der inte- 5 
grierte Baustein 58 und die Kondensatoren 60 angeord- 
net Das Leistungskabel 73, das mit dem Kamerakopf 29 
verbunden ist, ist mit einer Kamerasteuereinheit 105 
verbunden, welche wiederum mit einem TV-Monitor 
107 verbunden ist 10 

GemaB Fig. 13 ist fur den integrierten Baustein 58 ein 
sogenanntes Kompaktgehause verwendet Der bloBe 
Chip 59 ist auf die Leiterplatte 54 aufgebondet Der 
Chip 59 und die Leiterplatte 54 sind miteinander mit 
Bondierungsdrahten 52 verbunden. Ein Bereich um den 15 
Chip 59 herum ist durch ein Versiegeiungsbauteil 64 
versiegelt 

Das Leistungskabel 73 ist fiber seine gesamte Lange 
in das erste Bundel 74 bestehend aus abgeschirmten 
Leitungen inklusive Signalleitungen fur Signalverarbei- 20 
tungen innerhalb des Kamerakopfes und ein zweites 
Bundel 76 aus abgeschirmten Leitungen, welche Signal- 
leitungen sind, auf denen keine Signalverarbeitung statt- 
findet aufgeteilt und die beiden Bundel werden entspre- 
chend in zwei Durchgangsbohrungen des Halters 78 25 
eingefuhrt Die Innenleiter 81 des Bundeis 76 werden 
direkt mit den Anschlussen 50h bis 50m (siehe Fig. 7) 
verbunden, welche keiner Signalverarbeitung innerhalb 
des Verarbeitungsabschnittes 32, d. h. innerhalb des Ka- 
merakopfes unterworfen sind. Die Innenleiter 80 des 30 
Bundeis 74 sind mit Anschlussen verbunden, die am 
ruckwartigen Endbereich der ersten Leiterplatte 54 aus- 
gebildet sind. 

Die Verdrahtung des elektrischen Signalverarbei- 
tungsabschnittes gemaB der zweiten Ausfuhrungsform 35 
wird nun unter Bezugnahme auf das Verdrahtungssche- 
ma fur den Verarbeitungsabschnitt 32 gemaB Fig. 14 
naher erlautert 

Ein Reset-ImpulsanschluB (OAJdes S/D-Chips 36 ist 
mit (0R) einer abgeschirmten Leitung 111 uber die 40 
Chipelektrode 442, die Kontaktflache 46 und die Kon- 
taktflache 50/7 verbunden. 

Ein EnergieversorgungsanschluB (WD) des SID- 
Chips 36 ist mit (WD) eines einfachen Drahtes 1 12 uber 
die Chipelektrode 44b, die Kontaktflache 46b, die Kon- 45 
taktflache 50e und die erste Leiterplatte 54 verbunden. 

Ein Video-AusgangsanschluB (Vout) ist mit einer ab- 
geschirmten Leitung (Vout) Uber die Chipelektrode 44c, 
die Kontaktflache 45c, die Kontaktflache 50c und die 
erste Leiterplatte 54 verbunden. 50 

Ein Load-Gate- AnschluB (SG) (erne Konstantstrom- 
quelle fur einen Ausgangspuffer, d. h. eine angelegte 
Spannung zur Festsetzung ernes Stromwertes bei der 
Ubertragung) ist mit der ersten Leiterplatte 54 uber die 
Chipelektrode 44d, die Kontaktflache 46c/ur.d die Kxm- 55 
taktflache 50 b verbunden. 

Ein AusgangsgateanschluB (OG) (Ausgangsleitung 
fur einen Ausgangspuffer) ist mit der ersten Leiterplatte 
54 uber eine Chipelektrode 44e die Kontaktflache 46e 
und die Kontaktflache 50/? verbunden. 60 

Eingangsanschlusse (HI, H2) fur horizontale Takt- 
impulse (1) und (2) als CCD-Ubertragungsgruppe sind 
weiterhin vorgesehen, wobei der AnschluB fur den hori- 
zon talen Taktimpuls (1) rat einer abgeschirmten Leitung 
(H\) uber die Chipelektrode 44 f, die Kontaktflache 46/ 65 
und die Kontaktflache 50jjj verbunden ist und der An- 
schluB fur den horizontal en Taktimpuls (2) mit einer 
abgeschirmten Leitung (H2) uber die Chipelektrode 
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44g, die Kontaktflache 46^ und die Kontaktflache 50/ 
verbunden ist 

Ein TestanschluB (IG) der zum Testen einer CCD 
(charge coupled device = ladungstragergekoppelte 
Vorrichtung) verwendet wird, bevor diese in den Kame- 
rakopf eingebaut wird und dann als GND-AnschluB 
(Masse) nach dem Test verwendet wird, ist mit der er- 
sten Leiterplatte 54 uber die Chipelektrode 44/J die An- 
schluBflache 46A und die AnschluBflache 50/angeschlos- 
sen. 

Von Anschlussen (V\ t V2, V3, V4) fur vertikale 
Taktimpulse (1), (2), (3), (4) als CCD-Obertragungsgrup- 
pe ist der AnschluB fur den vertikalen Taktimpuls (1) mit 
einer abgeschirmten Leitung (V\) uber die Chipelektro- 
de 44/, die AnschluBflache 46/ und die AnschluBflache 
50k angeschlossen. Der AnschluB fur den vertikalen 
Taktimpuls (2) ist mit einer abgeschirmten Leitung (V2) 
fiber die Chipelektrode 44j, die AnschluBflache 46> und 
die AnschluBflache 50/ angeschlossen. Der AnschluB fur 
den Taktimpuls (3) ist mit einer abgeschirmten Leitung 
(V3) uber die Chipelektrode 44k, die AnschluBflache 
46* und die AnschluBflache 50y verbunden. Der An- 
schluB fur den vertikalen Taktimpuls (4) ist mit einer 
abgeschirmten Leitung (VA) uber die Chipelektrode 44/ 
die AnschluBflache 46/ und die AnschluBflache 50A ver- 
bunden. 

Ein AnschluB (PW) der mit einer Elektrode einer 
Zwischenschicht eines CCD-Wafers verbunden ist ist 
mit der der ersten Leiterplatte 54 uber die Chipeleklro- 
de 44/n, die AnschluBflache 46^3 und die AnschluBflache 
50^ verbunden. 

Ein EnergieversorgungsanschluB (Vsub) fur das Sub- 
strat der mit einer Elektrode der untersten Schicht des 
CCD- Wafers verbunden ist ist mit der ersten Leiter- 
platte 54 fiber die Chipelektrode 44/j, die AnschluBfla- 
che 46/3 und die AnschluBflache 50a verbunden. 

Die AnschluBflachen 50A bis 50/7, mit denen die An- 
schlusse 0K HI, H2, VI. V2, V3 und V4 des SID* 
Chips 36 verbunden sind, sind Anschlusse, die Signal e 
empfangen, die nicht innerhalb des Kamerakopfes ver- 
arbeitet werden mussen. Diese Anschlusse sind in einer 
Reihe auf einer Seite der Basis 34 vorgesehen und sind 
direkt mit den Innenleitern der abgeschirmten Leitun- 
gen verbunden. Die Kontaktflachen 50a bis 50g, die mit 
den Anschlussen VDD, Vout, LG, CG t IG, PWund Vsub 
des Chips 36 verbunden sind, sind Anschlusse, zu denen 
oder von denen Signale verlaufen, die innerhalb des 
Kamerakopfes verarbeitet werden. Diese Anschlusse 
sind mit den Anschlussen der Leiterplatte 54 verbunden. 

Selektionsanschlusse 118A und 118Bder Leiterplatte 
54, die in Fig. 14 dargestellt sind, werden verwendet um 
Anderungen der Treiberspannungen (OG) und (Vsub) 
wahrend der Herstellung der SID einstellen zu konnen 
und Verbindungen zwischen diescn Anschlussen wer- 
den abhangig von Charakteristiken individueller SIDs 
ausgewahlt 

Der AnschluB JG(50#und der AnschluB PW{50g)tes 
S/D-Chips 36 werden verwendet, um die elektrischen 
Eigenschaften des SZD-Chips selbst zu testen. Im Ein- 
bauzustand nach dem Test werden diese Anschlusse 
miteinander auf der Leiterplatte 54 elektrisch verbun- 
den. 

Ein Dummy-Kabel, das mit der Leiterplatte 54 ver- 
bunden ist wird verwendet, um Rauschanteile an dem 
Kabel fur Vout zu entfernen. Genauer gesagt, Rausch- 
anteile in dem Kabel Vout konnen dadurch entfernt 
werden, daB die Tatsache benutzt wird, daB die Rausch- 
anteile auf dem Dummy-Kabel gleich denen auf dem 
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Kabel Vout sind. 

Die Fig. 15 bis 17 zeigen die Leiterplatte 54 im Detail. 
GemaB Fig. 17 weist die Leiterplatte 54 Leiterbahnen 
106 auf, die mit den Anschluss en 50a bis 50^ auf der 
linken Seite verbunden sind, wobei jede Leiterbahn 106 5 
eine Durchgangsbohrung 108 aufweist, um eine elektri- 
sche Komponente auf der Leiterplatte 54 anzuordnen 
und zu verkabeln. Um die Leiterplatte 54 kompakt zu 
machen, sind seitliche Halbbohrungen 110 an den Sei- 
tenflachen der Leiterplatte 54 ausgebildet. \ 0 

GemaB Fig. 16 wird kein eingegossenes Element, ais 
integrierter Schaltkreis 58 verwendet, sondern der reine 
oder bloBe Chip 59 wird auf die Leiterplatte 54 aufge- 
setzt und mit den Leiterbahnen unter Verwendung der 
Bondierungsdrahte 62 verbunden. Der IC-Chip 59 und 15 
die AnschluBbereiche werden von dem Versiegelungs- 
bauteil 64 abgedeckt, um diese Komponenten vor auBe- 
ren Einfliissen zu schutzen. 

Leiterbahnen 114 zum AnschluB der Innenleiter 80 
der abgeschirmten Leitungen 111 und der Einfachdrah- 20 
te 112 sind am rechten Endbereich der Leiterplatte 54 
vorgesehen. 

GemaB den Fig. 13 und 14 besteht das erste Biindel 74 
aus abgeschirmten Leitungen aus den zwei Koaxiallei- 
tungen 111 (Vovt und Dummy-Leitungen) und aus zwei 25 
Einfachdrahten 112 (GND und VDD). Der Innenleiter 
80 einer jeden abgeschirmten Leitung 111 und jeder 
El/ifachdraht 112 sind mit den Leiterbahnen 114 der 
Leiterplatte 54 verbunden. Die AuBenleiter 82 der abge- 
schirmten Leitungen 74 sind elektrisch mit dem Halter .in 
78 verbunden. 

Das zweite Bund el 76 aus abgeschirmten Leitungen 
besteht aus sieben Koaxialleitungen 111 (Vi t V2. V3. 
V4, H 1, H2 und 0R) und die Innenleiter 81 der abge- 
schirmten Leitungen 111 sind direkt mit den AnschiuB- 35 
flachen 50h bis 50tj der SID verbunden und die AuBen- 
leiter 82 sind elektrisch mit dem Halter 78 verbunden. 

Die Biindel 74 und 76 aus abgeschirmten Leitungen 
sind mit einer Gesamtabdeckung 116 versehen und das 
proximale Ende der Gesamtabdeckung 116 ist mit ei- 40 
nem MasseanschluB (nichi dargestellt) der Kamera- 
steuereinheit verbunden. Weiterhin ist die Gesamtab- 
deckung 116 mit einer ICabelummantelung 118 verse- 
hen. 

Bei der Bilderzeugungsvorrichtung gemaB der zwei- 45 
ten Ausfuhrungsform ist die Verdrahtung innerhalb des 
elektrischen Signalverarbeitungsabschniittes verein- 
facht und das Layout der Komponenten benotigt nur 
geringen Platz. Somit kann der Verarbeitungsabschnitt 
entsprechend kompakt ausgebildet werden und der ge- 50 
samte Kamerakopf kann ebenfalls kompakt werden. 

Keine zweite Leiterplatte mit einem Leiterbahnmu- 
ster ist an die AnschluBgruppe der SID vorgesehen, um 
Signale zu empfangen, die in dem Kamerakopf keiner 
Signalverarbeitung unterworfen werden und die Kabel 55 
sind direkt mit der AnschluB gruppe verbunden. Somit 
kann ein Lotabschnitt weggelassen werden, so daB die 
Herstellung und Betriebssicherheit verbessert wird. 

GemaB den Fig. 15 bis 17 ist, um die Schaltkreiskom- 
ponenten fur die Signalverarbeitung konzentrieren zu 60 
konnen, eine Verdrahtungsgruppe zum Empfang von 
Signalen, die in dem Kamerakopf keiner Signalverarbei- 
tung unterworfen werden von der Leiterplatte getrennt 
Somit kann der Schaltkreisaufbau mit einer hohen Dich- 
te erfolgen und die Leiterplatte kann weiterhin verklei- 65 
nert werden. 

Eine Abwandlung des Kamerakopfabschnittes gemaB 
der zweiten Ausfuhrungsform wird nun unter Bezug- 
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nahmeaufdieFig. 18 bis 21 beschrieben. 

Die Bilderzeugungsvorrichtung gemaB der zweiten 
Ausfuhrungsform verwendet eine SID des Simultan- 
Typs. Eine Bilderzeugungsvorrichtung gemaB der Ab- 
wandlung verwendet eine SID des rahmensequentiellen 
Typs. Die rahmensequentielle SID 30 weist die Basis 34 
auf. Der 5/D-chip 36 ist auf die obere Oberflache der 
Basis 34 aufgebondet Der Chip 36 weist Chipelektroden 
120a bis 120/; die Bildflache 39, die opitsche Schwarzfla- 
che 40 und das horizontale Schieberegister 41 auf. Bon- 
dierungsanschlQsse 122a bis 122/ mit Durchgangsboh- 
rungen sind an den beiden Kantenbereichen der oberen 
Oberflache der Basis 34 vorgesehen. Die Chipelektro- 
den 120a bis 120/ und die Bondierungsanschlusse 122a 
bis 122/ sind miteinander durch Bondierungsdrahte 48 
verbunden. Zapfenformige Leiter 124a bis 124.; die in 
elektrischer Verbindung mit den Bondierungsanschlus- 
sen 122a bis 122/ stehen, springen von der Bodenflache 
der Basis 34 vor. 

Ein AnschluB (0P) fur parallele Taktimpulse des SID- 
Chips 36 ist mit (0P) der abgeschirmten Leitung 111 
durch die Chipelektrode 120a, den Bondierungsan- 
schluB 122a und den Leiter 124c verbunden. 

Ein AnschluB (0S) fiir serielle Taktimpulse ist mit der 
abgeschirmten Leitung (0S) uber die Chipelektrode 
1206, den BondierungsanschluB 1226 und den Leiter 
1246 verbunden. 

Ein AnschluB (0AB) fiir eine Anti-I Ielligkeitsiiber- 
steuerung ist mit der abgeschirmten Leitung (0AB) 
uber die Chipelektrode 210c, den BondierungsanschluB 
122c und den Leiter 124a verbunden. 

Ein SubstratanschluB (Vsub) ist mit der ersten Leiter- 
platte 54 uber die Chipelektrode 122d, den Bondie- 
rungsanschluB 122c/und den Leiter 124/verbunden. 

Ein Video-AusgangsanschluB (Vout) ist mit einer ab- 
geschirmten Leitung (Vout) uber die Chipelektrode 
120e t den BondierungsanschluB 122e, den Leiter 124e 
und die erste Leiterplatte 54 verbunden. 

Ein EnergieversorgungsanschluB (VDD) ist mit einer 
Einfachleitung (VDD) uber die Chipelektrode 120/; den 
BondierungsanschluB 122/; den Leiter 124t/und die erste 
Leiterplatte 54 verbunden. 

Leitungen 124a, 1246 und 124c, die mit Anschlussen 
0P, 0S und 0AB verbunden sind und auf denen keine 
Signalverarbeitung stattfindet sind Seite an Seite auf 
einer Seite der Ruckoberflachc der Basis 34 angeordnet 
Die Leitungen 124d, 124e und 124£ die mit den An- 
schlussen Vsub, Vout und VDD verbunden sind, und auf 
denen in dem Verarbeitungsabschnitt eine Signalverar- 
beitung stattfindet, sind Seite an Seite auf der gegen- 
uberliegenden Seite der Ruckoberflache der Basis 34 
angeordnet. Die Leiter 124a, 1246 und 124c, die mit den 
abgeschirmten Leitungen (0AB, 0Sund 0P) verbunden 
sind und die Leiter 124d, 124e und 124/ sind mit den 
Anschlussen auf der Leiterplatte 54 in Verbindung. 

Das Leistungskabel 73 besteht aus zwei.Einfachlei- 
tungen 112 (VDD und GND) und funf abgeschirmten 
Leitungen 111 (0AB t 0S t 0P, Vout und Dummy) und ist 
mit der Gesamtabdeckung 116 versehen. Die weiteren 
Anordntrngen dieser Abwandlung entsprechen der der 
zweiten Ausfuhrungsform und eine weitere Beschrei- 
bung erfolgt hier nicht. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 22 bis 25 wird nun 
eine zweite Abwandlung naher erlautert Die SID 30 
gemaB dieser zweiten Abwandlung weist externe Einga- 
be/Ausgabe-Anschlusse 124a bis 124/ auf, die an einer 
Seitenflache des 5/D-Chips 36 vorgesehen sind. Diese 
Anschlusse sind in eine erste AnschluBgruppe fur Sign a- 
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le, die in dern Verarbeitungsabschnitt 32 eine Signalver- 
arbeitung erfahren und eine zweite AnschluBgruppe un- 
terteilt, auf der Signale verlaufen, die in dem Verarbei- 
tungsabschnitt 32 keine Signalverarbeitung erfahren, 
wobei die AnschluQgruppen voneinander getrennt an- 
geordnet sind. 

Der S/D-Chip 36 und die Anschliisse 124a bis 124/ 
sind mittels Sicken 128 verbunden und die entsprechen- 
den Anschltisse sind auf gleiche Weise wie in der SID 30 
gemaB der ersten Abwandlung voneinander getrennt 
Das Leiturigsmuster auf der Leiterplatte 54 basiert auf 
dem Schaltkreis gemaB der Fig. 21. Auf der einen Ober- 
flache der Leiterplatte 54 ist ein Leitungsmuster zum 
AnschluB der Anschlusse 124c/, 124eund 124/der SID30 
an die Innenleiter 81 der abgeschirmten Kabel 111 und 
der Einfachleiiungen 122 vorgesehen und ein Leitungs- 
muster zum Aufbau des integrierten Schaltkreises 58 
und des Kondensators 60 ist auf der anderen Oberflache 
der Leiterplatte 54 angeordnet 

Das Kabel 73 ist in zwei Kabelgruppen aufgeteilt, 20 
bestehend aus Signalleitungen, die innerhalb des Kame- 
rakopfes keine Signalverarbeitung erfahren und einer 
Kabelgruppe fur Signale, welche eine Signalverarbei- 
tung erfahren. Die Aufteilung des Kabels 73 erfolgt un- 
mittelbar vor dem Halter 78. 25 

Die Innenleiter 80 der Kabelgruppe fur Signale, die 
keine Signalverarbeitung erfahren erstrecken sich wei- 
ter von dem Halter 78 und sind direkt mit den Anschlus- 
sen 124d t 124eund 124/der SID verbunden. Die AuBen- 
leiter 82 der abgeschirmten Leitungen 111 sind mit dem 30 
Halter 7 durch Loten verbunden. 

Die Fig. 26 bis 28 zeigen eine dritte Abwandlung. Bei 
dieser dritten Abwandlung ist das Leistungskabel 73 
nicht entlang seiner Gesamtlange aufgeteilt sondern 
wird unmittelbar vor dem elektrischen Signal verarbei- 
tungsabschnitt 32 in zwei Gruppen aufgeteilt Extern e 
AnschluBgruppen auf einer Seite der SID 30 waren in 
den vorhergehenden Ausfuhrungsformen und Abwand- 
lungen in einer Reiht angeordneL Bei dieser Abwand- 
lung ist jedoch eine AnschluBgruppe auf einer Seite in 
einer Reihe angeordnet und die andere AnschluBgruppe 
ist in zwei Reihen angeordnet. 

Jede der beiden AnschluBgruppen der SID 30 kann in 
zwei oder mehr Reihen angeordnet sein. 

Be: der beschriebenen BOd^rzeugungsvorrichtung 
gemaB der vorliegenden Erfindung sind die nach auBen 
fuhrenden Anschlusse in eine erste AnschluBgruppe zur 
Verbindung mit umgebenden Schaltkreis en innerhalb 
des Kamerakopfes und eine zweite AnschluBgruppe un- 
terteilt, die nicht mit derartigen Schaltkreisen verbun- 
den ist Somit kann eine Leiterplatte fur die Peripherie- 
schaltkreise entsprechend kompakt ausgelegt werden 
und die Verdrahtung innerhalb des elektrischen Signal- 
verarbeitungsabschnittes kann vereinfacht werden. So- 
mit kann der elektrische Signalverarbeitungsabschnitt 55 
innerhalb des Kamerakopfes kompakt gehalten werden 
und somit wird auch der gesamte Kamerakopf entspre- 
chend kompakt 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 29 wird nun im fol- 
genden eine dritte Ausfuhrungsform der vorliegenden 60 
Erfindung beschrieben. Ein Prisma 134 ist als optisches 
Element hinter dem optischen Objektivsystem 18 ange- 
ordnet, so daB eine Oberflache des Prismas 134 mit der 
ruckwartigen Oberflache des optischen Objektivsy- 
stems in Verbindung steht und eine Bildaufnahmevor- 
richtung auf Halbleiterbasis (CCD) 30 ist an der anderen 
Oberflache des Prismas 134 angeordnet Somit wird ein 
auf das optische Objektivsystem 18 einfallendes Bild 


von dem Prisma 134 total reflektiert und in Richtung auf 
die empfindliche Oberflache der CCD 30 gerichtet, wel- 
che im wesentlichen parallel zur Achse des Kamerakop- 
fes 29 ist An den oberen und unteren Oberflachen am 
proximalen Endbereich der CCD 30 sind AnschluBfla- 
chen. als erste und zweite nach auBen fiihrende An- 
schluBgruppen vorgesehen. 

Wie aus Fig. 29 hervorgeht, ist die erste Leiterplatte 
54 hinter dem Prisma 134 angeordnet Gebogene An- 
schluBbeine 66 sind nahe dem Mittenbereich der unte- 
ren Oberflache der ersten Leiterplatte 54 durch Loten 
befestigt Jedes AnschluBbein 66 ist mit der ersten An- 
schluBgruppe an der oberen Oberflache der CCD 30 in 
Verbindung. Elektronische Bauteile, wie z. B. der inte- 
grierte Schaltkreis 58, der Kondensator 60 und derglei- 
chen sind auf einen Mittenbereich der ersten Leiterplai- 
te 54 angeordnet und erste und zweite Verbindungsbe- 
reiche 135y4 und 135U aus leitendem Draht sind an den 
beiden Kantenbereichen der Leiterplatte 54 angeord- 
net Die Innen- und AuBenleiter 80 und 82 des ersten 
Bundels 74 von Signalleitungen sind mit dem ersten 
Verbindungsbereich 135/4 verbunden. Ein Verbindungs- 
bereich 132 fur das Bundel 74 der Signalleitungen ist am 
ruckwartigen Bereich des Verbindungsbereichs 135A 
angeordnet Die distalen Endabschnitte, die Innenleiter 
80 und die AuBenleiter 82 des ersten Bundels 74 sind an 
der ersten Leiterplatte 54 mit einem Kleber 133 befe- 
stigt 

Die zweite Leiterplatte 56 ist im wesentlichen parallel 
zur ersten Leiterplatte 54 hinterhalb der CCD 30 ange- 
ordnet Gebogene AbschluBbeine 67 sind an der unte- 
ren Oberflache am distalen Endbereich der Leiterplatte 
56 befestigt Jedes AbschluBbein 67 ist an die zweite 
AnschluBgruppe an der unteren Oberflache der CCD 30 
angeldtet Innen- und AuBenleiter 81 und 82 des zweiten 
Bundels 76 der Signalleitungen sind mit einem Verbin- 
dungsbereich 135 C der zweiten Leiterplatte 56 verbun- 
den. Der Verbindungsbereich 132 fur das Bundel 76 der 
Signalleitungen ist am ruckwartigen Bereich des Ver- 
40 bindungsbereiches 1 35 C angeordnet Der distale Endbe- 
reich, die Innenleiter 81 und die AuBenleiter 82 des 
zweiten Bundels 76 sind mit der zweiten Leiterplatte 54 
mit dem Kleber 133 verbunden. 

Die Bilderzeugungsvorrichtung gemaB dieser dritten 
45 Ausfuhrungsform weist weiterhin ein drittes Bundel 130 
aus Signalleitungen auf. Die Innenleiter 131 des Bundels 
130 sind mit dem zweiten Verbindungsbereich 135Cder 
ersten Leiterplatte 54 verbunden. Die CCD 30 gemaB 
der dritten Ausfuhrungsform weist zwei Masseanschlus- 
se (GND) auf. Ein Masse anschluB ist mit dem AuBenlei- 
ter 82 des ersten Bundels 74 fiber die erste Leiterplatte 
54 verbunden und der andere MasseanschluB ist mit 
dem AuBenleiter 82 des zweiten Bundels 76 uber die 
zweite Leiterplatte 56 verbunden. 

Wie beschrieben, mfissen keine Verbindungsan- 
schlusse an den beiden Kantenbereichen der ersten und 
zweiten Leiterplatten vorgesehen werden, sondern kon- 
nen an anderen Stellen angeordnet werden in Abhan- 
gigkeit des zu erwartenden Verdrahtungsmusters. Wei- 
terhin ist die vorliegende Erfindung nicht auf zwei Bun- 
del von Leistungskabeln beschrankt Es konnen auch 
drei oder mehr Leistungskabelbundel verwendet wer- 
den. 

. Unter Bezugnahme auf Fig. 30 soli nun eine Abwand- 
lung des elektrischen Signalverarbeirungsabschnittes 
mit einer rahmensequentiellen CCD 30 erlautert wer- 
den. 

• Bei dieser Abwandlung sind die Lei ter 124a bis 124/ 
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der CCD 30 mit Abschirmleitungen ill im wesentlichen 
wie im Falle der CCD gema£ Fig. 21 verbunden. Bei 
dieser Abwandlung sind jcdoch die Leiter 124a, 124 b 
und lZ4cder CCD 30 mit einer AnschluBgruppe an der 
zweiten Leiterplatte 56 in Verbindung und die Innenlei- 5 
ter 81 von abgeschirmten Leitungen 111 (OAB t OS und 
OP) sind mit der anderen AnschluBgruppe an der Lei- 
terplatte 56 in Verbindung. Kondensatoren 136 sind ent- 
sprechend zwischen die eine und die and ere AnschluB- 
gruppe auf der zweiten Leiterplatte 56 geschalteL Somit 10 
kann die zweite Leiterplatte 56 eine Signalverarbeitung 
durchfuhren und nur eine Wechselspannungs-Kompo- 
nente ausgeben. 

Bei der Bilderzeugungsvorrichtung gemaB der be- 
schriebencn Abwandlung sind die nach auBen fuhren- \s 
den Anschlusse der CCD in zwei Gruppen unterteilt und 
die entsprechenden AnschluBgruppen sind mit Leiter- 
platten verbunden, um eine Signalverarbeitung durch- 
zufuhren. Jedoch findet nicht zwischen alien Leiterplat- 
ten, die mit den nach auBen fuhrenden AnschluBgrup- 20 
pen verbunden sind ein Signalaustausch statL Aus die- 
sem Grund kann der Kamerakopf wie in dem bereits 
beschriebenen Ausfuhrungsformen entsprechend kom- 
pakt gehalten werden. 

25 

Patentanspruche 

1. Bilderzeugungsvorrichtung, insbesondere fur En- 
doskope, mit: 

einem ICamerakopf (29) mit einem optischen Ob- 30 
jektivsystem (13) an einem vorderen Endbereich 
des Kamerakopfes; 
einem elektrischen Kabel (73) und 
einer Kamerasteuereinheit (105), wobei der Kame- 
rakopf (29) weiterhin aufweist: 35 
eine Bilderzeugungsvorrichtung (30) auf Halblei- 
terbasis, welche dem optischen Objektivsystem op- 
tisch nachgeschaltet ist, wobei die Bilderzeugungs- 
vorrichtung (30) 

eine nach auBen fuhrende AnschluBgruppe (50 A) 40 
von Anschlussen aufweist, zu denen oder von de- 
nen Signale zugefuhrt oder ausgegeben werden, die 
innerhalb des Kamerakopfs (29) einer Signalverar- 
beitung unterworfen werden; und 
eine Leiterplatte (54) mit Verbindungsanschliissen, 45 
die elektrisch mit der nach auBen fuhrenden An- 
schluBgruppe (50A^ verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, 

das elektrische Kabel (73) eine erste Gruppe (74) 
von Ieitenden Drahten umfaBt, deren einer Endbe- 50 
reich mit einer ersten VerbindungsanschluBgruppe 
der Leiterplatte (54) verbunden ist und eine zweite 
Gruppe (76) von Ieitenden Drahten umfaBt, deren 
einer Endbereich mit der zweiten nach auBen fuh- 
renden AnschluBgruppe (505^ der Erilderzeugungs- 55 
vorrichtung (30) verbunden ist, welche von der er- 
sten nach auBen fuhrenden AnschluBgruppe (50A) 
getrennt ist und Anschlusse aufweist, zu denen oder 
von denen Signale zugefuhrt oder ausgegeben wer- 
den, die innerhalb des Kamerakopfes (29) keiner 60 
Signalverarbeitung unterworfen werden; und 
daB eine erste (54) und eine zweite (56) Leiterplatte 
zueinander parallel und in Langsrichtung des Ka- 
merakopfes (28) angeordnet sind, wobei die erste 
Leiterplatte (54) mit der ersten AnschluBgruppe 55 
(50A)un6 die zweite Leiterplatte (56) mit der zwei- 
ten AnschluBgruppe (5QB) verbunden ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB jede der ersten und zweiten Gruppen 
(50A, SOB) der nach auBen fuhrenden Anschlusse 
der Bilderzeugungsvorrichtung (30) auf Haibleiter- 
basis wenigstens in einer Reihe angeordnet ist, wo- 
bei die Reihen der nach auBen fuhrenden Anschlus- 
se zueinander parallel verlaufen. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jede der ersten und zweiten Gruppen 
(50A, SOB) der nach auBen fuhrenden Anschlusse in 
einer Reihe angeordnet ist und senkrecht zur 
Langsrichtung des Kamerakopfs (29) ausgerichtet 
ist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jede der ersten und zweiten Gruppen 
(50-A, 5Qiy der nach auBen fuhrenden Anschlusse in 
einer Reihe angeordnet ist, wobei die Reihen senk- 
recht zur Langsachse des Kamerakopfs (29) verlau- 
fen. 

5. Vorrichtung nach Anspruch I, dadurcb gekenn- 
zeichnet, daB jeder VerbindungsanschluB am ande- 
ren Ende der zweiten Leiterplatte (56) einen stift- 
formigen AnschluB (72) aufweist 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ersten und zweiten Gruppen (50A 
50B) der nach auBen fuhrenden Anschlusse der 
Bilderzeugungsvorrichtung (30) auf Halbleiterbasis 
Kontaktflachen aufweist und die Verbindungsan- 
schlusse an den einen Endbereichen der ersten und 
zweiten Leiterplatten (54, 56) L-formige AnschluB- 
beine (66, 70) aufweisen. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ersten und zweiten Gruppen (50A, 
50B) der nach auBen fuhrenden Anschlusse stiftfor- 
mige Anschlusse (92) aufweisen, welche von einer 
Bodenflache der Bilderzeugungsvorrichtung (30) 
auf Haibieiierbasis senkrechi. nach oben stehen und 
daB die Verbindungsanschlusse an dem einen End- 
bereich der ersten Leiterplatte (54) Kontaktflachen 
aufweisen. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ersten und zweiten Leiterplatten 
(54, 56) zueinander parallel angeordnet sind, wobei 
ein Verbindungsteil (96) dazwischen geschaltet ist, 
um die Leiterplatten (54, 56) einstiickig miteinander 
zu verbinden. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

# zeichnet, daB der Kamerakopf (29) ein Metallge- 

* hause (98) aufweist, wobei das Gehause (98) teilwei- 
se aus einem leitfahigen Film (100) gebildet ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das elektrische Kabel (73) nahe dem 
ruckwartigen Endbereich des Kamerakopfes (29) in 
die erste und zweite Gruppe (74, 76) aus Ieitenden 
Drahten aufgeteilt ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das elektrische Kabel (73) erste 
und zweite Biindel aus Ieitenden Drahten aufweist, 
wobei das erste und zweite Biindel aus Ieitenden 
Drahten nahe dem ruckwartigen Endbereich des 
Kamerakopfes (29) endet, und hier als erste und 
zweite Gruppe (74, 76) aus Ieitenden Drahten dient. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das elektrische Kabel (73) Abschirm- 
leitungen (111) mit Innen- und AuBenleitern (80, 81, 
82) aufweist, wobei der AuBenleiter (82) elektrisch 
mit einem Abschirmteil (78, 78/1, 84) nahe dem 
ruckwartigen Endbereich des Kamerakopfes (29) 
verbunden ist. 
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13. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die ersten und zweiten nach auBen 
fuhrenden AnschluBgruppen (50A, SOB) stiftformi- 
ge Anschlusse aufweisen, weiche sich von der Bo- 
denflache der Bilderzeugu*igsvorrichtung (30) auf 5 
Halbleiterbasis nach oben erstrecken, wobei die 
Verbindungsanschlusse an einem Endbereich der 
ersten Leiterplatte (54) Kontaktflachen aufweisen 
und die zweite Gruppe (76) aus leitenden Drahten 
direkt mit der zweiten Gruppe (SOB) der nach au- 10 
Ben fuhrenden Anschlusse verbunden ist 

14. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Gruppe (50^ der nach au- 
Ben fuhrenden Anschlusse der Bilderzeugungsvor- 
richtung (30) auf Halbleiterbasis Kontaktflachen )5 
aufweist wobei eine VerbindungsanschluBgruppe 
der ersten Leiterplatte (54) Kontaktflachen auf- 
weist und die erste Leiterplatte (54) in Kontakt mit 
ider Bilderzeugungsvorrichtung (30) auf Halbleiter- 
basis ist und senkrecht zu dieser angeordnet ist 20 

15. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Leiterplatte (54) aus einem 
hybriden Schaltkreislauf besteht 

16. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Bilderzeugungsvorrichtung (30) 25 
auf Halbleiterbasis eine Bilderzeugungsvorrich- 
tung des Simultan-Typs ist 

17. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Bilderzeugungsvorrichtung (30) 
auf Halbleiterbasis eine Bilderzeugungsvorrich- 30 
tung des rahmensequentiellen Typs ist 

18. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Kamerakopf (29) sich in einem 
distalen Endteil (10) eines Endoskopes befindet 

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge- 35 
kennzeichnet daB die ersten und zweiten Gruppen 
(74, 76) aus leitenden Drahten uber die gesamte 
Lange des Einfiihrabschnittes des Endoskops von- 
einander getrennt sind. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB das optische Objektivsystem (18) ein 
optisches Element (134) zur Diffraktion einer opti- 
schen Achse des optischen Objektivsystems (18) 
aufweist, wobei die Bilderzeugungsvorrichtung (30) 
auf Halbleiterbasis parallel zur Achse des Kamera- 45 
kopfes (29) angeordnet ist 

21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die ersten und zweiten Gruppen 
(50A, 5DB) der nach auBen fuhrenden Anschlusse 
am proximalen Endbereich der Bilderzeugungsvor- 50 
richtung (30) auf Halbleiterbasis angeordnet sind. 

22. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB auf beiden Leiterplatten (54, 56) Bau- 
teile zur Signalverarbeitung angeordnet sind, wo- 
bei die Signalverarbeitung auf der ersten Leiter- 55 
platte (54) von der auf der zweiten Leiterplatte (56) 
unterschiedlich ist 


Hierzu 13 Blatt Zeichnungen 
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